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本次应邀参加第15届国际塑性会议（15th International Conference on Technology of Plasticity，ICTP 2026）。ICTP会议创办于上世纪80年代，每三年举办一届，被誉为塑性成形领域的 “金属成形奥林匹克”，是全球塑性加工、先进成形领域权威性最高的国际学术会议，致力于搭建学术界与工业界沟通桥梁，推动了塑性理论、成形工艺与工程应用的协同发展。本届会议于2026年10月11‑16日在韩国济州岛Landing酒店（济州新世界会展中心）举办，会议设置大会主旨报告、半大会报告、专题分会场、迷你专题研讨会、教育讲习班、海报展示等丰富的学术活动，吸引全球多国共 800余名科研与工程人员参会。此次出访时间为2026年10月11日至13日，共计3天，经上海往返济州，主要任务为参加会议、听取学术报告，并与海内外同行开展面对面学术交流。
本次参会应2026年国际塑性会议组织方及韩国塑性技术学会(KSTP)会长，韩国科学技术院机械工程系尹正焕教授邀请。议题覆盖面广，主要包含块体成形、板材成形、成形连接、多材料加工、增材制造、材料组织与性能、摩擦学、模具装备、多尺度建模与本构仿真等方向，同时重点关注人工智能赋能塑性成形、绿色可持续金属制造、界面与表面行为、损伤断裂机理等前沿热点，设置十余场迷你专题研讨会，围绕塑性损伤表征、轻量化金属本构建模、多尺度缺陷智能监测、电场辅助塑性加工、管材成形等细分主题开展深度研讨，为研讨材料变形机理、优化成形工艺、推动先进制造技术迭代提供高水平国际交流平台。
在此次会议期间，重点参加了大会主旨报告、半大会报告及相关专题分会场，认真听取了围绕先进塑性成形、材料组织与性能、多尺度建模、损伤断裂、人工智能赋能制造等方向的学术报告，并结合课题组在层状复合材料、界面强化及成形仿真等方面的研究工作，对会议展示的新方法、新思路和新进展进行了系统学习。通过现场学习与交流，进一步了解了国际塑性成形领域在复杂材料界面调控、多尺度损伤表征、先进数值模拟及绿色智能制造等方向的发展趋势，也认识到材料宏微观组织演化、界面行为与构件成形性能之间存在密切耦合关系。会议中不同研究团队在实验表征、理论分析和数值模拟方面的交叉融合，为后续开展层状复合材料界面设计、损伤机理分析和成形过程优化提供了有益启发。同时，通过听取相关专题报告，对多材料加工、表面与界面行为、缺陷监测以及新型辅助成形技术等研究方向有了更加系统的认识，对塑性成形领域当前由单一工艺优化向材料—工艺—性能协同设计转变的发展趋势有了更直观的理解。还利用分会场讨论、茶歇交流等机会，就相关研究问题与国内外同行进行了交流，进一步拓展了研究思路和合作视野，也为后续凝练科学问题、完善研究方案及开展国际学术合作提供了参考。通过本次集中学习，对国际塑性成形领域的前沿进展和发展脉络形成了更加全面的认识。
[bookmark: _GoBack]会议期间，充分利用大会并行分会场、茶歇交流、海报专场等交流机会，认真聆听大会主旨报告及各分会场学术分享，并结合自身层状复合材料、界面损伤与成形仿真的研究方向，与来自不同国家的参会学者开展深入交流研讨。通过本次参会，进一步认识到层状材料界面性能提升需要统筹界面形貌特征、局部组织非均匀性与裂纹扩展行为，依靠单一强化因素难以完整解释复杂界面体系下的损伤演化规律；将实验表征手段与多尺度数值模拟紧密结合，能够有效建立微观界面结构和材料宏观力学性能之间的内在关联。上述认识，可为后续层状复合材料界面优化设计、裂纹扩展机制解析以及成形工艺拓展研究提供重要思路参考。此外，还与太原理工大学刘元铭教授团队，围绕当前复合板材成形技术发展趋势、界面强化研究方向开展专题研讨。
本次出访增进了与国际塑性成形领域同行的学术联系，拓宽了自身在材料界面设计与损伤行为方向的学术视野，并通过现场交流进一步了解了相关研究领域的最新进展。后续将结合本次ICTP会议的参会收获，进一步推进界面结构设计、组织演化规律与力学性能耦合关联研究，凝练科学问题，完善试验与仿真方案，并积极拓展该研究领域的国际学术交流与科研合作。
